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Abstract of DEI 9746585 

The plates (1) have aligned through-bores, and a 
connecting block (6) with the line connecting 
unions (4) comprises several fastening straps 
(10), penetrating the bores and a compressor 
plate (11), with the straps linked to a fastener 
(12) a the rear of the compression plate. The 
connecting block comprises line openings in its 
contact face (9) facing the coupling plates. To 
each line opening is oppositely located a line 
bore of the top plate, each between the plate 
through bores. 
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(S) Kupplung fur Mikrokomponenten 

(S) Eine Kupplung fur Mikrokomponenten, bestehend aus ry 7 



Kupplung fur Mikrokomponenten 

Eine Kupplung fur Mikrokomponenten, bestehend aus 
mehreren, im wesentlichen planparallelen Platten (!) mit 
Leitungsanschlussen (4) zur Zuteitung flussiger oder gas- 
formiger Komponemen und zu deren Ableitung. Die Let- 
tungsanschlusse (4) sind an einem AnschluGblbck (6} an- 
gebracht. der mit Befesiigungsstegen (10) durch Diirch- 
bruche (5) in den Planen (1) ragt. Die Leitungsanschlusse 
munden im Bereich von Lei'tungsbohrungen der Platte 
(1). 
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Beschreibung 

Die Erfindung beiriffL eine Kupplung fiir Mikrokompo- 
nenicn. wic Mikmniischer. Mikmpumpcn. Mikroveniilen u. 
ahnlichcn. besiehend aus mchreren. im wcsenilichen plan- 
parallelcn Plaiicn, itiii Leiaingsanschliisscm zur Zuleilung 
der 2u fbrdemden oder niischenden Komponenicn und lur 
AbleiLung der Fiuide. 

Viele cheiiiische Reakiionen erfordem eine exakit Tem- 
peraturkonirolle und eine guic Durchmischung der zu mi- 
schenden KomponenLcn. Zudeni gewinni zunehniend die 
ProzeBkooLroUe an Bedeutung: die geforderije erhohie Si- 
cherheiL kann durch gcringere Massensiroine einfacher ge- 
wahrleisiei werden. Mikrokoniponenicn unierschiedlichster 
Bauari konnen diese Anfordcrungen erfulicn. 

Die Erfindung bcschafiigt sich mil einem Kupplungsslc- 
iiient fur Mikrokoiiiponenien. die mehrcre aufeinanderlie- 
gcndc planparallclc Plauco in ihrcn aufcinandcrlicgcndcn 
Oberflacheo die fiir die erforderliche Funktion Mischergeo- 
ntetrie benotigien SLrukuiren enlhalien. "Wegen der guien 
thennischen Leitfahigkeit und der Sirukturierbarkeit besie* 
hen diese Platien iiblicherweisc aus Silizium (sog. Silizium- 
wafer). die iiii Inneren eine der Funktion der Mikrokoinpo- 
nenie angepaBte Geonieirie enthalien. Der Einsarz anderer. 
chcnriiich bcsiindiyer und Ucn Einsaizbedingungcn angtr- 
paBier Materialien. isi aber auch moglich. 

Wcgen der eingeschrankien niechanischen Fesiigkeil des 
Siliziunis tniissen Zug- und Biegcbeanspruchungen der Plai- 
len soweii wie ni6glich verniieden werden. Schwierigkeiien 
bereitei jedoch die Anbringung der Leiiungsanschlusse zur 
Zuleiiung der zu niischenden oder fdideroden Komponenten 
und zur AbLeitung. Einerseiis mu6 eine genaue Positionie- 
rung in Bezug auf die aus der Plattenoberflache austretenden 
Bohrungen gevbrShrleistet sein: andererseits besteht die Ge> 
fahr. daB bci der Anbringung der Leiuingsanschlusse oder 
bei der Montage bzw. Demontage des Mikrokoniponenien 
iiber diese Leiiungsanschlusse unzulassige Biegcbeanspru- 
chungen in die Plauen, insbesondere SiliziumpLatien, einge- 
leiiei werden. 

Aufgabe der Erfindung isi es daher, eine Kupplung fiir 
Mikrokoniponenicn dcrcingangs gcnannien GaLLung so aus- 
zugesLalLen. daB die Leiiungsanschlusse zuverlassig an den 
Flatten angebrachi werden konnen und dabei eine unzulas- 
sige Beanspruchung der Platien verhindert wird. 

Diese Aufgabe wird erfindungsgemaB dadurch gelosL 45 
daS die Plauen deckungscleiche Durchbriiche aufweisen. 
daB ein niit den Leitungsanschliisj^en versehener AnschluB- 
block inehrere. durch die Durchbruche und eine Druckplaue 
ragendc Bcfesiigungssiege aufwcisi, die an der Ruckseiic 
der Druckplaue mil einer Befestigungscinrichiung verbun- 50 
den sind. und daB der AnschluBblock in seiner den Platien 
zugekehrien AnlageRache Leiiungsmundungen aufweisL 
denen jcwcils eine Leitungsbohrung der obcrsien Platie ge- 
genuberliegu 

Die Anordnung der LeiLungsanscbJiisse an deiii An- 55 
schluBblock verhinderu daB durch diese Leiiungsanschlusse 
Krafie auf die Plaaeo ubertragen werden, die zu unzulassi- 
gen Beanspruchungen fuhren wiirden. Alle Leiiungsan- 
schlusse sind iibcrden AnschluBblock und die gegenuberlie- 
gende Druckplaue so mil den Plauen vcrbundcn, daB Biegc- 6') 
beanspruchungen weiiesLgehend vcrinieden werden. 

Die durch die Anordnung der Leiiungsanschlusse am An- 
schluBblock gewahrleisifiie genaue raumlicbe Zuordnung zu 
den Befcsugungsstegen stelU auch eine genaue Ausrichiung 
zu den Ldtungsmundungcn in der Plauc sichcr. Dicsc gc- 65 
naue und reptoduzierbare Fosiuonierung der Leiiungsan- 
schlusse isi auch nach jeder Demontage und emeuieo Mon- 
tage der Mikrokomponenie gewahrieistei. 



Vorzugswcise liegen die Leiiungsbohrungcn in der Plai- 
lenoberfiache zwischen den Durchbriichen. Darnit wird so- 
wohl eine koiupakie Bauweise als auch gleichiniiBige Ab- 
.'Niur^.ung rier im Bereich rier Tjeirungsan.«;chlussc aufireien- 
5 den Druckkrafie iiber die Bcfesiigungssiege cneichu die 
durch die Durchbriiche ragen. 

GemaB einer bevorzugien Ausfuhrungsform der Erfin- 
dung ist vorgesehen, daB jede Leiiungsmiindung des An- 
schlufiblocks von einem elasiischen Dichtring umgeben isL 
10 Daniii wird ein dichuer AnschluB der jcweiligen Lciiung er- 
reichL 

Besondcrs vortcilhafi isi es. wenn jeder LciiungsanschluB 
eine zur Leiiungsmiindung fiihrende Gewindebohrung auf- 
weist und der Dichtring zwischen der Oberftache der Platte 
15 und einer Siimflache eines in die Gewindebohrung eingc- 
schraubien AnschluBverbindungsteils liegi. 

Beim Einschraubcn des AnschluBverbindungsteils wird 
der clasiischc Dichtring gcgcn die Plaocnobcrfiachc gc- 
druckL Dadurch enisieht eine dichie Verbindung. Auf die 
20 Platienoberfiache wirken dabei nur Druckkrafte. die keinc 
Gefahr darsiellen. Der eingelegie elastische Dichtring diem 
gleichzeiiig als Dichi- und Federelemcnu das ein kontrol- 
liencs Anziehen des AnschluBverbindungsteils eniioglichu 
Nachfolgend wird ein Ausfuhrungsbcispicl der Erfindung 
25 niihcr beschricben, daii in der Zcichnung diirgciiLelll isL Es 
zeigt: 

Fig. 1 einen Teil einer Mikrokoniponenie in einem 
Schniu im Bereich der Leitungsanschliisse. 

Fig. 2 eine Unteransicht in Richtung des Pfeiles 11 in Fig. 
30 ] und 

Fig. 3 einen Schniu langs der Linie EE-Ill in Fig. 1. 
Die dargesiellie Mikrokomponenie weisi mehrere aufein- 
anderliegende. im wesentliclicn planparallele Platien 1 auf, 
von denen in der Zeichnung nur eine dargestcUt ist Es han- 
dell sich hieibei um sog. Silizium wafer mil (nichi. daige- 
sLellter) eingcatzter Geometrie. Aus der Oberftache der 
Platte 1 ireien Leitungsbohrungen 2 aus. an die Leimngen 3 
Liber Leiiungsanschlusse 4 angeschlossen sind. die zu Lci- 
tungsmijndungen 4a fiihren. 
40 In den aufeinanderlicgenden Flatten 1 sind deckungsglei- 
che Durchbruche 5 ausgespart Zwischen denen die Lei- 
tungsbohrungen 2 liegen. Die Lage der Leitungsbohrungen 
2 isi in bezug auf die Durchbruche 5 genau definieri: ' 

Bn im wesentlichen quaderlormiger AnschluBblock 6 
enthali Gewindebohrungen 7, in die jewel Is eine handelsUb- 
liche Mikroverschraubung 8 jedes Leiiungsanschiusses 4 
eingeschraubt isL 

Aus der der Oberftache der Platte 5 zugekehrien Anlage- 
ftache 9 des AnschluBblocks 6 springcn vier Bcfesiigungs- 
siege 10 vor. die durch die Durchbruche 5 und cine Druck- 
platie 11 ragen. die an der Rijcb>eite der Platte 1 angeordnct 
isL. 

Ene genieinsame Befesiigungseinrichiung. die die be- 
schriebenen Bauicile in diese Lage halu besiehi beim dargc- 
siellien Austuhrungsbeispiel aus einer Klcmmspange 12, 
die durch Querbohningen 13 aller Befesugungssiege 10 ge- 
stecki isL 

Zwischen jeder Sumftache 14 des eingeschraubien An- 
schluBverbindungsteils der Mikroverschraubung 8 und der 
Plaaenobcrfiache der Platie 1 ist jeweils ein elasiischer 
Dichtring 15, bspw. ein 0-Ring eingelegL Beim Einschrau- 
bcn der Mikroverschraubungen 8 in den AnschluBblock 6 
enisieht somii ein dichicr AnschluB an die Leitungsbohrun- 
gen 2. Der elastische Dichtring dient dabei zugicich auch als 
cin FcdcrclcincnL daB cin konirollicncs Anachcn der Ver- 
bindung enudglichL 
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PaieniansprDche 

1. Kupplung fiir MikrokomponenLen, bestehend aus 
rnehreren, iin wesenUichcn planparallcten Platien, niiL 
LciLungsanschiiissen zur Zuleiuing flussiger Oder gas- 5 
fonniger Komponenien und zu deren Ableiuing. da- 
durch gckcnnzcicbncU dafi die Piatien (1) deckungs- 
gleichc Durchbriiche (5) aufwcisen, dafi cin niii den 
Leiiungsanschlussen (4) vcrsehener AnschluSblock (6) 
mchrcrc. durch die Durchbriiche (5) und cine Druck- lO 
plane (11) ragendc Befesiigungssiege (10) aufweisu 
die an derRiickseits der Druckplaue (11) mil eioer Be- 
festigungseinricbLung (12) verbunden sind, und da£ der 
AnschluBblock (6) in seiner den Platien (1) zugekchr- 
len Anlageflache (9) Leitungsiimndungen (4a) auf- 13 
weisL denen jeweils eine LeiLungsbohrung (2) der 
obersicn Plaue (1) gegeniiberliegL 

2. Kupplung fiir N^krokomponcnicn nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet da6 die Leiuingsbohnjngen 
(2) in der Plauenoberflachc zwischen den Durchbru- 20 
Chen (5) liegen. 

3. Kupplung fiir Mikrokoniponenicn nach Anspruch 1. 
dadurch gekennzeichneu daB jedc LeiLungsmiindung 
(3a) des AnschiuBblocks (6) von eineni elasiischen 
Dichiring (15) uiiigisben isL ^ 

4. Kupplung fur Mikrokomponenten nach Anspruch 3, 
dadurch gekennzeichnei, dafi jeder Leiiungsanschlufi 
(4>eine zur Leiiungsmiindung (4a) fuhrende Gewinde- 
bohrung (7) aufweisi und daB der Dichiring (15) zwi- 
schen der Oberflache der Platlc (1) und einer StimfiS- 30 
che (14) eines in die Gewindebohrung (7) einge- 
schraubien AnschluBverschraubungsteils liegt. 
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